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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de Ia CET est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refitte bien I’état
actuel de la technique

Les renseignements relatifs & ce travail de 1évision, 4 I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jou1 peuvent &tre obtenus
auprds des Comités nationaux de la CEl et en consultant les docu~
ments ci-dessous:

® Bulletin de la CEIL
® Rapport d’activité de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained fiom IEC
National Committees and fiom the following IEC sources:

® I1EC Bulletin

® Report on IEC Activities

P:[a]ié annuellement

e C
Publié annuellement

alogue des publications de la CEIL

Terminologie

En c¢ qui concerne la terminologic générale, le lecteur se
reporteI 3 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaiie Electro-

technique International (V E 1), qui est établie sous forme de
chapitrgs séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général |étant publié séparément Des détails complets su le
VEI peuvent étre obtenus sur demande

Les tgrmes et définitions figurant dans la piésente publication
ont été poit 1epris du V E T, soit spécifiquement ap
fins de ¢ette publication

3

Symbadles graphiques et litjéraux

Pour|les symboles graphiques, symbgle

d’usage| général apprar fa CEI,{e lecte
~ la Publication 27 de ld : i
en lectrotechniques

— la Publication 117 de¢
mandés

Les symboles
ont été|sor
spécifiquement™a

Autres_publications de la CET établies par le méme

Published yearly

@ Catalogue of IEC Bubl
Published yearl,

ers are referrefl to IEC Publi-
otechnical Vocgbulaiy (I E V),
of sepatate chapters each dealing

he” Genetal Index being published as a
ull details of the I E V will be supplied on

epalgte

klet
1d definitions contained in the pr¢sent publication

¢ either been taken fiom the I E V o1 have|been specifically
oved for the purpose of this publication

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and ietter symbols andl signs approved
by the IEC for general use, readers are refefred to:

— 1EC Publication 27: Letter symbols to be psed in electrical
technology ;

-~ IBEC Publication 117: Recommended grgphical symbols

The symbols and signs contained in the prgsent publication
have either been taken from IEC Publicatiorls 27 or 117, or
have been specifically approved for the puipose of this publi-
cation

Other 1E C publications prepared by the same

Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attiiée sur la page 3 de la couverture,
qui énumeére les auties publications de la CEI piépaiées pat le
Comité d’Etudes qui a établi la piésente publication

Technical Committee

The attention of teaders is drawn to the inside of the back
covet, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has piepated the piesent publication
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Deuxi¢me partie: Essais — Guide pour ’essai T: Soudure

PREAMBULE

|) Les décisions ou accotds officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techng
ol sont 1ep1ésentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expri
un accoird international sut les sujets examinés

B)

Un piojet fut discufé
50C(Bureau Cent1a1)7

Espagne Pays-Bas
Etats-Unis d’Améiique Pologne
Finlande Portugal
France Royaume-Uni
Hongtie Suéde

Ttalie Suisse

Isragl Turquie
Noivége

[ Autrés publications de la CEI citées dans la présente norme:

tés d’Etudes

D) Ces décisions constituent des tecommandations inte1nationales et so éées ¢ - ¢ és Comitds nationaux

ux adoptent
hationales le
Hoit, dans la

hité d’Etudes

jet, document
tembie 1976

Publications Nes 68-2-20 (1979): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme paitie: Essais

Essai T: Soudure
249: Matériaux de base a recouviement métallique pout citcuits imptimés
326-2: Caites imp1imées, Deuxiéme partie: Méthodes d’essai
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2: Tests — Guidance on Test T: Soldering

FOREWORD

Nation

1) The fO}mal decisions 01 agreements of the IEC on technical matters, piepaied by Technical Co
consen

us of opinion on the subjects dealt with

2) They have the form of 1ecommendations for international use and they ate accepte
sense

3) In o1ddi to promote international unification, the IEC expresses the at
the texy of the IE C 1ecommendation for their national rules in so far As national

in the lattet

This stapdard has been piepared by Sub-Committee\50C,
mittee No |50, Environmental Testing

A draft was discussed at the megt]

Office)7, was submitted to the Natjona]l Comnittees\for s a er-the Six Months’ Rule in September 1976 The conten
of this standard weie included in thi g

Amendments, Docume ¢ § bmitted to the National Committees for appioval unde: the TH

Months’ Procedure in Marc]

The follgwing countiies

Other 1E (] publications quoted in this standard:

ironmental Tests, of IEC Technical Cor

esult of this meeting, a diaft, Document 50C(Centgal

Germany South Africa (Republic of)

Hungary Spain

Italy Sweden

Israel Switzeiland

Netherlands Tu key

Norway United Kingdom

Poland United States of Ametica
France Po1tugal

Dt
ce
ed

ts

Publications Nos 68-2-20 (1979): Basic Environmental Testing Procedutes, Part 2: Tests Test T: Soldering

249: Metal-clad Base Materials for Printed Circuits
326-2: Printed Boards, Pait 2: Test Methods
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE

Deuxiéme partie: Essais — Guide pour I’essai T: Soudure

Domaine d’application

=

La présente norme est applicable a tous les composants électrique
d’étre soumis aux essais déctits dans la Publication 68-2-20 de la &E1
matiques et de 1obustesse mécanique, Deuxi¢me paitie Essais Egsai

Objet

Donner des informations de base et des reco
référence a la Publication 68-2-20 de la CE

gt électioniques spsceptibles

entaux cli-

ons ‘A rédacteur de spécificatipns faisant

Introduction
11 est appaiu u in de mé Sci jectives pour évaluer "aptitude deg sorties de
composants a &tfe q 3 ¢/a des températures et pendant des temps suffisam-
ment en 1appp i
contraintes

11 existe égs sesoitnde méthodes piécises pout soumettie les composants a des
thelm ' g é

les dommag

1 appiécier

bssais diffé-

, aux com-
préférable
pécification

applicable ap composant le soin de fixer les valeurs acceptables Ce but idéal n’a été afteint qu’en

pattie dan¥ D’essai T, et, lorsque des évaluations qualitatives y figurent, on doit avoit gn mémoite

leus limites Pour des évaluations qualitatives, il vaut mieux faire appel a des opéiateuis ex

hérimentés

On doit souligner qu’il ne peut y avoir de coirélation simple et directe entre les 1ésultats des divers

essais de soudabilité et de contraintes thermiques, et qui soit valable pout tous les types
sants, ni que ces essais puissent cotrespondie exactement a toutes les variétés de conditi

de compo-
ons de pto-

duction Tl incombe au 1édactem: de spécifications patticulié¢ies d’établir la corrélation entre les résul-
tats d’essais et le compottement désiié pour chaque composant et de spécifier les niveaux d’accepta-

tion en conséquence

Le plan indiqué sut Ia figure 1 montte la disposition des divetses parties et méthodes qui
I’essai T Soudure, de la Publication 68-2-20 de la CEI

constituent
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BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2: Tests — Guidance on Test T: Soldering

1 Scope

This standard is applicable to all electrical and electronic components liable(to be
the tests described in IE C Publication 68-2-20, Basic Environmental Testiflg ]
Test T: Soldering

2 Object

To provide background information and recommend4 the of specifications con-

tajning references to L EC Publication 68-2-20
3 Introduction

The need has arisen foi_precise and f assessing the ability of compongnt
terminations to be solde1&d satisfactori peratures suitably 1elated to those employed
in|practice

There is also a.need 51 5188 | of subjecting components to such thermal stiesses as wopld
oceur in sold i esting the sompopents for damage which could be attributed to these
thermal stiesses

Both checks y be carried out in sepatate series of tests on differpnt
cgmponent:

To g must depend on the application under controlled conditions| of
specified Salde nd-fluxes to the components under test It is preferable to have tests the 1esulty of
leich are_quantitative, grd leave it to the relevant component specification writer to state which
values of tho ities are acceptable This ideal has been only paitially achieved in Test T, gnd
where gualitativeNasSessments have been desctibed, their limitations should be boine in mind For
qyalitative assessments, the employment of expetrienced opetatois is advisable

t must be emphasized that there can be no direct and simple correlation between the results of the
various solderability and thetmal stress tests that is valid for all types of components, nor can these
tests match all the vartieties of pioduction conditions exactly It is the task of the relevant specifica-
tion writer to coitelate test 1esults with the desired performance for each component and specify

acceptance levels accordingly

The plan given in Figure 1 shows the arrangement of the various paits and methods which comprise

Test T: Soldering, of I E C Publication 68-2-20
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4  Soudabilité: généralités

On obtient un joint soudé entre deux ou plusieurs éléments en laissant couler de ’alliage en fusion,
aidé pai un flux, dans 1’espace séparant ces éléments, ce qui permet la formation d’une bonne
liaison avec un alliage déterminé, en présence d’un flux déterminé et A une tempéiature déterminée

Le mot « soudabilité » est couwramment utilisé avec deux significations, toutes deux couveites pai
la définition qui vient d’étre donnée En piemier lieu, il peut signifier la possibilité de formation
d’un joint entie deux suifaces d’éléments Cette propriété est décrite ici sous le nom de « qualité
du joint », et des méthodes pour la mesuier sont mentionnées a I’atticle 13, elle dépend des choix
effectués & I’étape de la conception En second lieu, il peut signifier le temps nécessaire 4 la formation
d’un tel joint Cette propriété est décrite ici sous le nom de « temps de soudage » Elle s’exprime,
en général, au moyen du temps nécessaire pour obtenir, dans des conditions spécifiées, le degré de

5

J

Choix de Ialliage

moutllage souhaite

Les mesures du temps de soudage peuvent uniquement &tre cffectué faces pour
econdaires
qui feraient perdre toute signification aux mesures En particulie S fles métaux
plaqués ne peut étre mesuré que si le placage adhére au méra

moyens de détecter les défauts d’adhérence

iques, sont
lliage a été

pouvoir de

es équipements électriques et électroniques sont fajts en utili-
¢ ou naturelle), généralement avec addition d’activateuts qui
illage>du flux fondu ou accroissent la vitesse 4 laquelle il |dissout les

g propies & un fabricant et de composition non divulguée Pour éviter

cifier un temps de soudage pour chaque type de flux activé, et|pour tenir

s Jes plus défavorables, il est préféiable d’employer, comme flux pour les essais

¢ colophane natuielle non activée, de telle sorte que les temps de soudage soient
pcsurables Dans les cas ol cet emploi serait irréalisable ou impossible, on peut

On doit souligner que la piésence d’un flux activé dans la spécification de soudabilité n’implique
pas que ce filux convienne & la production, ni qu’il garantisse que ses résidus sont exempts de ten-

dances corrosives Il existe un certain nombre de noimes nationales powr les flux activés, et il convient
de les consulter lors du choix des flux pou: le soudage en production

La fagon la plus commode d’appliquer le flux consiste en ’utilisation d’une solution de colo-
phane dans le propanol-2 ou I’alcool éthylique On a constaté qu’une variation de concentration
dans les limites de 25% & 40% en poids de colophane n’avait pas d’effet sut le temps de soudage quand
il est mesu1é par I’essai & la goutte Une concentiation de 25% en poids a donc été choisie comme
référence, de fagon que 1’accioissement de concentration dii & I’évaporation du solvant n’affecte pas
les résultats
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Solderability: General considerations

A soldered joint between two or more workpieces is made by allowing molten soft solder, aided by
a flux, to flow into the space between the woikpiece surfaces which peimits the formation of a good
bond with a specified soft solder alloy in the presence of a specified flux and at a specified temperature

The word “solderability”” is commonly used in two senses, both of which are covered by the
definition just given First, it may mean the ability to allow formation of a joint between two woik-
piece surfaces This pioperty is described heie as “Joint quality’’ and methods for measuring it are
mentioned in Clause 13, it depends on choices made at the design stage Second, it may mean the
time needed for such a joint to be formed This property is described heie as “soldering time”” It is
usually measured in terms of the time required to achieve a desited degree of wetting under specified
conditions

$oldering time measurements can only be made on suifaces on which the ip
is ynlikely to give rise to side effects liable to make the measurements lose all sik
thd soldering time of plated metals can only be measured if the plating
Clawuse 13 mentions the means of detecting adhesion faults

Choife of solder

taihing nominally 60% tin and 40% le
shown that impurities up to the maximuix
affect the wetting power of this alloy

Choice of flux

The majority o ints i icabhand electronic equipment are made using a flux
consisting of c i dsually with additions of activators which improve the
W6 ing e the rate at which it dissolves metal oxides Activafed
fly e ; g times They are generally proprietary materials of gn-
re 3 ‘ ¢ avoid difficulties in specifying soldering times for each type|of
ag ‘ , g s worst conditions, it is preferable to use natural inactivated cqlo-
ph g flug pability test so that the durations are easily measurable In cases where

th| be unreatistic oy impracticable, the use of specified activated fluxes for testing is permitted

Ttdnust be stressed that the piesence of an activated flux in the solderability specification must pot
beltaken toimply its suitability for_production use, nor the guarantee that its residues aie free frpm
corrosive tendencies There are a number of national standaids for activated fluxes, and 1eference
should be made to these when choosing fluxes for production soldeiing

The flux is most conveniently applied as a solution of colophony in propan-2 or ethyl alcohol
1t has been found that vaiiation of concentration in the 1ange 25% to 40% by weight of colophony
has no effect on the soldering time as measured by the globule test A concentration of 25% by
weight was therefore chosen as the standard in oidet that increase in concentration due to solvent
evaporation should not affect results
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7 Température d’essai

La température de soudage est définie en pratique comme la température de la suiface de 1’élément
au couts du soudage La tempéiature étant difficile & déterminer et étant pour une laige part fonction
de la relation entre la capacité thermique de 1’éiément et la puissance calorifique du dispositif de
soudage, la températuie d’essai est définie comme la tempéiature de ’appareil d’essai de soudabilité
non chargé, avant ’essai du composant

On utilise différentes températures d’essai pour simuler les conditions réelles de soudage La
température de 350 °C a été choisie dans les cas ol ni la méthode du bain, ni celle de la goutte ne sont
applicables pout simuler I'utilisation de fers & souder a tempéiature élevée, souvent utilisés pour les
travaux de répaiation et pour le soudage des fils émaillés soudables On a besoin d’une température
plus basse pour simuler les travaux de production qui utilisent des bains d’alliage ou des fers a soudet

8

a régulation de tempéiature Bien que ces detniers tiavaux soient fiéquenmment effectuéh a 250 °C,
de soudage
i[ce temps et
ion, bien sir,

I’essai, de ce fait, est rendu plus sélectif en opérant a plus basse (e
i He I’alliage

qu’en charge la température ne tombe pas a une valeur ttop veisine

Vieillissement

La soudabilité d’un élément peut se détério Il est donc
nécessaire d’adopter un mode opératoite grice aw vieillissement puisse &tie artifficiellement
¢ prolongé

mécaniques

variables et
« vieillisse-
1maux per-
et la diffu-
surviendra
roximative
t dépendent

tne de ’air,
ne sont pas

h ordinaire-

9 Méthodes d’essais de soudabilité: Choix de la méthode

L’essai 4 la goutte est destiné a déterminer le temps de soudage des sorties a fil cylindrique Les
méthodes du bain d’alliage et du fer & souder sont utilisées:

— loisque la forme du composant ou des sorties exclut I"utilisation de la méthode de la goutte, par
exemple pour les composants 4 sorties par cosses ou les cartes imprimées;

— ou loisque la températuie de soudage presciite est a4 ’extérienr de la plage de températures de
I’appareil d’essai & la goutte, par exemple pour les fils émaillés au polyuréthane
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7 Temperature of test

Soldering temperature in practice is defined as the temperature of the workpiece suiface during the
soldering operation As the temperatuie is difficult to observe and depends very much on the rela-
tion between the heat capacity of the workpiece and the heating power of the soldering device, the
temperature of the test is defined as the temperature of the unloaded solderability test instrument
before application of the specimen under test

Different test tempeiatures are used in order to simulate practical soldering conditions The
temperature of 350 °C is chosen when the solder bath and the solder globule method are not practi-
cable and to simulate the use of high temperature soldering irons often used for repair work and for
the soldering of self-fluxing enamelled wires A lower tempeiature is needed to simulate production
work_using solder baths or controlled soldering irons Though such work is frequently done at
250[°C, a temperature of 235 °C was chosen for solderability testing, because, at 25(
tim¢ of good wires is too short for accurate measurement The time is increased 2
made more discriminating by operating at a lower temperature, provided of
the femperature does not fall too close to the liquidus temperature of the s

8 Ageing

T
toh
how
mer]

I
envitonment It is thereforg
howevel, possible to provide

moisture and metallic [ these amounts of ageing and that amoumnt
whi¢h would occyr na %
Thef degrees of 1l
depgnd on the natdrg/of

T h,
moj 0
simplate

A -
ability after @ a

seqience-of tests

9 Methods for solderability tests: Choice of method

The globule test is intended for determining the soldering time of round wire terminations The
solder bath and soldering iron methods are for use:

— where the shape of the component or its termination precludes the use of the globule method,
for example as with tag ended components or printed circuit boards; or

— where the soldering temperature requited is outside the range of the globule test instrument,
for example as with polyurethane enamelled wires
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1l convient de notet que la vitesse de soudage augmente généralement avec la température; par
conséquent des sorties essayées a 235 °C ont géncralement un temps de soudage plus court 2 plus

haute tempéiature

Le 1édacteur de spécifications doit s’assurer que la séquence d’essais, par exemple pour les essais

de type, est ptévue de telle fagon

— qu’il n’y ait pas eu de soudage antéricuiement, par exemple pour effectuer des mesu

1es initiales,

— qu’il n’y ait pas eu de traitement préalable susceptible d’affecter la soudabilité (par exemple pré-
conditionnement & des températutes élevées) sauf presciiption contraire de la spécification parti-

culidie (voir article 8) En conséquence, I’essai de soudabilité doit étie effectué tout
la séquence d’essais,

10

— que la finition de la suiface de la sortie n’ait pas subi de dommage lors-d

Les précautions généiales suivantes s’appliquent a toutes les méthodes

r

telle que sa surface ne soit ni éraflée, ni contaminég

Essai a la goutte

&qui sujit constitue des indications générales pour 1’utilisation de I’appareil a la gou

L la broche de fer doit &tre parfaitement piopre, exempte de fragments d’alliage ¢

au début de

un essal ant¢rieur

d’essaisdesoudabilité:

P’utilisation
de maniéie

’alliage fondu,
és|de la goutte

¢ que la for-
la goutte est
fer entourée

iser la tempé-

, broche de fer doit &tre étamée Aprés exécution de I’dssai, le bloc

dation de la

[te:

ntre le bloc

d’aluminium et la partic horizontale, ce qui pouttait influer su1 la température,

— le flux doit &tre du type spécifié et ne doit pas étre devenu poisseux pai suite de I’évaporation La
quantité de flux appliqué doit &tre soigneusement surveillée car un excés de flux entiaine une

diminution de la température plus importante,

—- chaque goutte fondue doit &tre propre et brillante, la dimension de la pastille utilisée doit cories-

pondre au diamétre nominal de sortie,

— la sortie doit nettement couper la goutte en deux Sinon, le résultat ne doit pas &tre pris en consi-

dération et une autre tentative doit étre effectuée en un autre endroit de la sottie
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It should be noted that soldering speed usually incieases with rising temperature, theirefore tetmin-
ations tested at 235 °C usually have a shoiter soldeting time at higher tempet atures

The specification writer should ensure that any component test sequence, for example for type
testing, is arranged so that:

— no previous soldeiing has taken place, for example to make initial measurements,

— no piior treatment liable to affect the solderability (e g preconditioning at elevated temperatures)
has taken place unless otherwise presciibed in the relevant specification (see Clause 8) Therefore
the soldeiability test should be faitly close to the beginning of the test sequence,

—_— tre finish of the termination has not been damaged in any previous test

The following geneial precautions apply to all methods of solderability testing

— the tests shall be carried out in a draught-free place,

— tp avoid contamination of the specimen thiough handling, the usg/0Ttwegzers
jf the specimen requites stiaightening, it shall be done in such a man
craped noi contaminated

10  The globule test
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T
shounld be allowed tocoo
subs ‘

Iy
limij

The following-are general hints on the use of the globule apparatus:

— thedren pin shall be quite clean, with no fragments of solder between the aluminium block anfd
the Morizontal panel, as this may affect the tempeiature,

— the flux shall be of the coriect type and shall not be tacky through evaporation. The amount of
flux applied shall be carefully controlled because superfluous flux causes a further reduction in
temperature ;

— each molten globule shall be clean and bright and the size of the pellet used shall be correct for
the nominal diameter of the tetmination;

— the termination shall accurately bisect the globule If it does not do so the result should be dis-
regarded and another attempt made fuither along the termination
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Pour des fils de méme qualité du point de vue du soudage, le temps de soudage observé est pro-
portionnel au diamétie du fil L’essai est quelque peu sensible & la tempéiature et les résultats vaiient
donc en fonction des caiactéristiques thermiques de la sortie du composant, qui ont une influence sur
la température effective de soudage Ces facteurs, bien entendu, s’appliquent également au soudage
en production, mais il convient d’en tenit compte lois de 1’établissement des spécifications de com-
posants 1l convient également de rappeler que les flux activés, donnant des temps de soudage beau-
coup plus courts, sont otdinairement utilisés lors du soudage en production

Cet essai est rapide, quantitatif et sélectif, il permet de déterminer la soudabilité en plusieurs points
de la sortie, si nécessaire

11

Essai au bain d’alliage

Cet essai se ptésente sous deux variantes, I’une pou les sorties pa
les cartes imptimées Toutes deux emploient le méme type de bain d’allia
immergé, la températuie d’alliage diminue au voisinage du i
est d’un volume suffisant pour que la température de I’
cours de la période d’immersion

t |’autre pour

pécimen est
lain spécifié
¢ facon| sensible au

line d’appli-
priies auties

la troisiéme
pécification

ureusement
hire que par

ne peuvent
elui des fils
des compo-
d’appliquer

13

Soudabilité et phénomeénes de retrait de mouillage

Par suite de la diversité des formes et des dimensions des sorties de composants, les essais de sou-
dabilité ne permettent pas, isolément, de prévoir la résistance d’un joint 1l est donc suggéié de pré-
parer des assemblages de circuits témoins et de les soumettre & des essais mécaniques tels que ’essai
E: Impact, ou I’essai F: Vibrations

Dans certaines circonstances, I’angle de contact entre ’alliage et le spécimen peut donner une idée
de la qualité du joint
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For wires of equal soldering quality, the observed soldering time will increase with increasing wire
diameter The test is somewhat sensitive to temperature, and results will therefore vary with the
thermal characteristics of the component termination which influence the effective soldeling tem-
perature These factois of coutse apply equally to production soldering, but they should be taken
into account when piepating component specifications It should also be remembered that activated
fluxes giving much shoiter soldering times aie noimally employed in production soldering

The test is quick, quantitative and discriminating, it permits the detetmination of solderability at a
number of points on the tetmination if the need arises

11 The §older bath test

boards Both employ the same foim of solder bath When a specimen is ilmmexsed
peiqture falls close to the point of immersion, but the bath specified is o
the temperature of the solder does not fall significantly during the i

as vgrsatile as possible The method is mainly intended fo1
wiid which are intended to be soldered in a solder ba

1E ¢ Publication 68-2-20, is now to be prescribed, i

Fp1 printed boards (Test
ensyre that flow of solde
by Archimedean forces

12 The s

oldering iron test

an assessment of solderability to be made on such specimens j
bath methods Typical cases would be self-fluxing enamelled wir
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13 Solderability and de-wetting phenomena

Owing to the variety of shapes and sizes of component terminations, solderability tests alone cannot
predict the strength of a joint 1t is therefore suggested that specimen circuit assemblies be prepaied
and subjected to mechanical tests such as Test E: Impact or Test F': Vibration

In suitable circumstances the contact angle between the solder and the specimen can give info1ma-
tion on the joint quality


https://iecnorm.com/api/?name=2423316ae55ae2983942d57506f24fc5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

